
QX2 사용 설명서
BGA Rework System

• SMD/BGA부품을 부착
및 탈착을 자유롭게 할
수 있습니다.

www.bgakorea.com

경기도 안양시 동안구 호계동 555-9 안양국제유통단지 23동116호

TEL:031-479-5890   FAX:031-479-5891

E-mail : bga@korea.com



BGA Rework System

1-1.부품 탈착(DESOLDER)
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1-2.부품 탈착 (DESOLDER)
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1-3.부품 탈착 (DESOLDER)
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1-4.부품 탈착 (DESOLDER)
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1-5.부품 탈착 (DESOLDER)
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2-1.부품 부착(SOLDER)
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2-2.부품 부착(SOLDER)
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2-3.부품 부착(SOLDER)

9.

작
업
이
끝
나
면

자

동
으
로

동
작
이
멈
추

고

노
즐
을

올
리
서

대

략

10
초
이
상

그
자
리

에
서

식
혀
준
다.

10.

열
이

충
분
이

식

혀
지
면P

C
B

를

조
심

히

빼
서

검
사
를

한

다.

www.bgakorea.com



BGA Rework System

3-1.장비관리
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3-2.장비관리
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3-3.장비관리
10. 

당
신
은

C
a
lib

ra
tio

n
 m

o
d
e

를

입
력
시
킬

수

있

다. 9. 

기
존
에

사
용
하

던

비
밀
번
호
를

바
꿀

수

있
다. +/-

를

사

용
하
라. 

11. “Y
"

로

변
경
하
기

위
해
서+

 

또
는-

를

사
용
하
고

나
서

S
ta

rt/S
to

p
 

버
튼
을

눌
러
라

12.

언
어
선
택

모
드
로

모
든

기
능
이

재
설
정

된
후

꼭

이
단
계
까
지

와
서

전
원
을

꺼
다
가

켜
야

설
정
이

저
장
됨

www.bgakorea.com


	QX2 사용 설명서
	BGA Rework System1-1.부품 탈착(DESOLDER)
	BGA Rework System 1-2.부품 탈착 (DESOLDER)
	BGA Rework System 1-3.부품 탈착 (DESOLDER)
	BGA Rework System 1-4.부품 탈착 (DESOLDER)
	BGA Rework System 1-5.부품 탈착 (DESOLDER)
	BGA Rework System 2-1.부품 부착(SOLDER)
	BGA Rework System 2-2.부품 부착(SOLDER)
	BGA Rework System 2-3.부품 부착(SOLDER)
	BGA Rework System 3-1.장비관리
	BGA Rework System 3-2.장비관리
	BGA Rework System 3-3.장비관리

